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ES 2276 087 T3

DESCRIPCION

Procedimiento y dispositivo para la aplicacién de recubrimientos sobre superficies.

La invencidn se refiere a un procedimiento para la aplicacién de recubrimientos sobre superficies asi como a un
dispositivo para el recubrimiento de superficies, especialmente un procedimiento para la aplicacién sin contacto de
recubrimientos sobre superficies asi como un dispositivo para el recubrimiento sin contacto de superficies.

Para el recubrimiento de superficies con plasticos o lacas se conocen una serie de procedimientos sin contacto.
Entre otros, se emplean procedimientos de inyeccién, de inundacién, de extrusién, de fundicién o de inmersién o
recubrimiento por medio de toberas de ranura o Capcoating. Sin embargo, todos estos procedimientos son mas o
menos inadecuados para una dosificacién de alta precision del material de recubrimiento o al menos muy costosos.
Por lo tanto, tales procedimientos de recubrimiento tampoco son adecuados o solamente en una medida limitada, para
recubrir zonas elegidas de una manera selectiva de la superficie. El recubrimiento selectivo de zonas elegidas se puede
generar, por otra parte, por ejemplo a trav€s de estructuracion posterior, tal vez la estructuracion de fotolacas a través
de iluminacién y revelado. Estos son aplicados sobre substratos la mayoria de las veces a través de centrifugacién
(Spincoating), con lo que se pueden con seguir recubrimientos especialmente finos y homogéneos con fotolaca. No
obstante, la estructuracién posterior requiere etapas adicionales de trabajo.

Por otro lado, se conocen a partir de la industria de la imprenta procedimientos para la estructuracion posterior
de formas impresas, por ejemplo placas de fotopolimeros para la impresién flexografica o placas de impresion pa-
ra la impresion Offset, en los que a través de la descripcién o iluminacién selectiva por medio de una mascara de
un substrato recubierto en toda la superficie se genera una imagen impresa. No obstante, estos procedimientos son
muy costosos y caros y, por lo tanto, los costes y el empleo de trabajo solamente merecen la pena en ediciones
altas.

Se conoce a partir del documento DE 100 31 030 A un procedimiento para la fabricacién de componentes planos
con decoracion predeterminada, especialmente de placas frontales de elementos de cocina, en el que los componentes
planos son impresos por medio de un procedimiento de impresién programable con respecto al aspecto exterior resul-
tante para la configuracién de un patrén predeterminado con liquidos de color. Para conseguir una superficie duradera
con este procedimiento es necesario, sin embargo, todavia un recubrimiento (capa de proteccién), con el que se provee
la superficie impresa. Esta se aplica de acuerdo con el documento DE 100 31 030 A con métodos convencionales,
como inyeccién o con rodillos.

La patente US 5.993.551 publica un adobe con apariencia imitada, asi como un procedimiento y un dispositivo para
la fabricacion de tales adobes. Para la fabricacion de la apariencia deseada se pulverizan bajo control por ordenador
los adobes en patrones aleatorios antes del secado y de la coccién con enlucido.

La patente US 4.220.115 publica un dispositivo para marcar tablillas para un corte siguiente a través de pulve-
rizacién de color. La pulverizacidn se lleva a cabo controlada por ordenador. No obstante, este procedimiento no es
adecuado para proveer substratos con recubrimientos duraderos.

De la misma manera, las impresoras de chorro de tinta conocidas, en general a partir del estado de la técnica no se
utilizan para la aplicacién de recubrimientos transparentes. En su lugar, estos aparatos sirven para la emisién o repro-
duccién de productos impresos, sin mejorar adicionalmente o proteger estos productos con recubrimiento posterior.

Por lo tanto, la invencién tiene el cometido de acondicionar un procedimiento y un dispositivo, con los que se
crea, por una parte, una dosificacion de alta precision del material de recubrimiento y, por otra parte, la posibilidad del
recubrimiento selectivo de zonas seleccionadas o de la estructuracién exacta durante el recubrimiento de superficies.
Este cometido se soluciona ya de una manera muy sorprendente a través de un procedimiento de acuerdo con la
reivindicacién 1, asi como a través de un dispositivo de acuerdo con la reivindicacién 39. Los desarrollos ventajosos
son objeto de las reivindicaciones dependientes respectivas.

De una manera correspondiente, se procede segutn la reivindicacion 1 de acuerdo con la invencion.

Al menos una tobera puede contener también una disposicion de varias toberas en una rejilla o matriz, que genera
un patrén a través de la activacién selectiva de toberas individuales.

Con el procedimiento de acuerdo con la invencién se pueden aplicar también materiales, por ejemplo materiales de
recubrimiento, como especialmente lacas, dosificadas de una manera exacta sobre la superficie a recubrir. A través de
la activacién asistida por ordenador de al menos una tobera en combinacién con el movimiento del substrato a lo largo
de la superficie con relacién a la cabeza de dosificacion se posibilita, ademas, el recubrimiento estructurado, puntual
exacto de la superficie.

El concepto de un material de recubrimiento fluido comprende en este contexto tanto materiales liquidos como
también gaseosos. De la misma manera, en este concepto entran también substancias viscosas. Tales materiales visco-
sos se pueden aplicar, por ejemplo, templados o calientes, por ejemplo para controlar la viscosidad del material.
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El material de recubrimiento fluido se puede aplicar especialmente bien de acuerdo con la invencién a través de
inyeccion de gotitas a través de una tobera, cuando se lleva a cabo la aplicacidon con una viscosidad del material de
recubrimiento de 8 a 100 mPa.s, con preferencia de 8 a 50 mPa.s, de una manera especialmente preferida de 8 a 25
mPa.s,

Pero de acuerdo con una forma de realizacion de la invencién se pueden procesar también materiales, que presentan
a temperatura ambiente una viscosidad esencialmente mas elevada. Asi, por ejemplo, con el procedimiento de acuerdo
con la invencién y con un dispositivo de acuerdo con la invencién configurado de forma adecuada se pueden procesar
también materiales fluidos, cuya viscosidad estd a temperatura ambiente en un intervalo de 50 mPa.s a 10 Pa.s, con
preferencia de 50 mPa.s a 1 Pa.s, de una manera especialmente preferida de 50 mPa.s a 250 mPa.s, Por ejemplo, a tal
fin se precalienta el material de recubrimiento fluido, para reducir la viscosidad. De acuerdo con ello, segiin una forma
de realizacién de la invencidn, el dispositivo de acuerdo con la invencidn presenta un dispositivo de precalentamiento
para el calentamiento del material fluido.

Asi, por ejemplo, la viscosidad se puede reducir a través de calentamiento del material de recubrimiento fluido
hasta 300°C, con preferencia hasta 125°C, de una manera especialmente preferida hasta 80°C. De este modo, se pue-
den aplicar entonces también materiales de recubrimiento fluidos de alta viscosidad, por ejemplo con una cabeza de
impresién de chorro de tinta piezoeléctrica. Especialmente en el caso de un material de recubrimiento de baja viscosi-
dad con una viscosidad en el intervalo hasta 250 mPa.s, se puede reducir la viscosidad a través de calentamiento del
material hasta 30 mPa.s o menos.

Pero el calentamiento se puede realizar también de una manera alternativa o adicional en la tobera de la cabeza
de dosificacion. Se lleva a cabo un calentamiento, por ejemplo, también en una tobera de una cabeza de impresién de
chorro de burbujas. También en el caso de materiales de recubrimiento fluidos con viscosidades mas reducidas puede
ser ventajoso un calentamiento previo para reducir la viscosidad y/o la tension superficial del material y para obtener
de esta manera tamafios de gotitas mds pequefios durante la aplicacién sin contacto y una capacidad de dosificacién
mds fina.

Ademas de una reduccion de la viscosidad a través de la elevacion de la temperatura, pueden ser ventajosas también
otras medidas con el fin de poder llevar a cabo el procesamiento de materiales de recubrimiento de alta vistosidad o de
media viscosidad. Entre otras, son ventajosas aquellas medidas en las que no es suficiente una reduccién de la visco-
sidad del material de recubrimiento a través del calentamiento para un procesamiento o el material de recubrimiento
no permite un calentamiento. Por ejemplo, se puede reducir la disolucién lateral durante el recubrimiento. También la
frecuencia de las gotas o la frecuencia de las sefales de control, con las que se activa la tobera, se pueden adaptar a la
viscosidad del material de recubrimiento.

También puede ser conveniente una modificacién adecuada de la cabeza de dosificacidn, por ejemplo una modifi-
cacion de las toberas y/o de las cdmaras de una cabeza de impresién de chorro de tinta al material para adaptarlas al
material de recubrimiento, para posibilitar el procesamiento de tales materiales de recubrimiento.

El material de recubrimiento fluido se puede alimentar a la tobera también con sobrepresion. A tal fin, el dispositivo
de acuerdo con la invencién puede presentar, por ejemplo, como sistema de sobrepresiéon al menos un instalacién
de bombeo que estd conectada delante de la tobera. No obstante, un desarrollo de este tipo del procedimiento de
acuerdo con la invencién o bien del dispositivo de acuerdo con la invencién solamente puede ser ventajoso para el
procesamiento de materiales de recubrimiento de viscosidad alta y de viscosidad media. Asi, por ejemplo, por medio
de un sistema de sobrepresion adecuado, se puede reducir el tamafio de las gotitas y/o la velocidad de procesamiento.

El procesamiento es casi limitado, no en tltimo en virtud de las ventajas del recubrimiento sin contacto, en lo que
se refiere al material y a la naturaleza de la superficie del substrato a recubrir. Por ejemplo, con el procedimiento de
acuerdo con la invencién se pueden recubrir o laquear sin contacto substratos con materiales que contienen celulosa
como papel, cartén o madera. También se pueden recubrir vidrio, cerdmica, metal o plasticos, textiles, materiales flo-
cados y materiales compuestos como substrato. Los recubrimientos pueden presentar tanto propiedades decorativas
como también propiedades funcionales, como por ejemplo para el sellado de la superficie o como barrera. Con el re-
cubrimiento de acuerdo con la invencién se pueden fabricar, por ejemplo a través de la posibilidad de la estructuracién
del recubrimiento, también documentos impresos de alta precisién para diferentes procedimientos de impresioén, como
impresion Offset o impresion con tamiz de seda de una manera rdpida y muy sencilla.

De la misma manera se pueden fabricar zonas de diferente espesor de capa a través de la activacién correspondiente
de la cabeza de dosificacién o bien de la tobera, para fabricar recubrimientos estructurados aproximadamente tridi-
mensionales. Como ejemplo se menciona una estructuracién, que muestra el llamado efecto de flor de loto. Ademais,
se pueden aplicar adyacentes y superpuestas zonas de diferentes materiales.

En este caso se pueden conseguir dosificaciones o estructuraciones especialmente exactas cuando se lleva a cabo
la aplicacion a través de tobera de chorro de burbujas y/o de tobera de chorro de tinta o de piezo chorro. Con toberas
de este tipo o bien cabezas de dosificacion correspondientes, como se emplean de una manera similar en impresoras
de chorro de tinta, se pueden aplicar de una manera selectiva cantidades minimas de material de recubrimiento liquido
en el intervalo de algunos nanogramos bajo reaccién a una sefal de control.
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Las toberas de chorro de tinta o toberas de piezo chorro poseen, frente a las toberas de chorro de burbujas, ademads,
la ventaja de que el material de recubrimiento no se calienta. Esto puede ser util especialmente cuando el material de
recubrimiento es sensible a la temperatura, tal vez porque a través de la accién del calor se inicia una polimerizacién.
Con todos estos tipos de toberas se puede realizar una técnica de goteo a demanda para los recubrimientos a aplicar,
en la que bajo reaccion a una sefial de control, se aplica en cada caso una cantidad predeterminada de material de
recubrimiento con la tobera.

Ademas, la etapa de la aplicacién de un material de recubrimiento liquido puede comprender la etapa de la apertura
de una valvula, como especialmente de una piezo vélvula y/o de una vélvula controlada electromagnéticamente. Un
control de vilvula de este tipo es especialmente ventajoso cuando deben aplicarse cantidades mayores de material
de recubrimiento, por ejemplo en procesos de recubrimiento con avance grande de la superficie a recubrir, como
por ejemplo durante el laqueado de productos impresos. En combinacién con una ventaja, como por ejemplo una
piezo vélvula, es especialmente ventajosa también la utilizacién de un sistema de sobrepresién como se ha descrito
anteriormente, por ejemplo con una instalacién de bombeo conectada delante de la tobera, o bien la alimentacién del
material de recubrimiento fluido bajo sobrepresion.

El dispositivo comprenderd con ventaja también una instalacién de inyeccidn o un sistema de inyeccidén, como se
emplea de la misma manera o de una manera similar, por ejemplo, en motores de combustiéon, como motores Otto de
inyeccién o motores Diesel. Tales sistemas comprenden, en general, una tobera de inyeccién con valvula controlada
electromagnéticamente. Tales sistemas presentan también, en general, instalaciones de bombeo que alimentan el com-
bustible a la tobera a alta sobrepresion. De la misma manera que en el caso de las cabezas de impresion de chorro de
tinta o de piezo chorro o de chorro de burbujas, tales sistemas son muy avanzados, estables y de precio favorable, entre
otras cosas a través de la fabricacién en grandes series y tiempo de desarrollo largo.

La capacidad de aplicacion del procedimiento apenas tiene limitaciones en lo que se refiere a los materiales de re-
cubrimiento utilizables. Condicién previa es solamente que los materiales de recubrimiento son liquidos a temperatura
de procesamiento. Por ejemplo, la etapa de la aplicacién de un material de recubrimiento fluido puede comprender
también la etapa de la aplicacion de un material de recubrimiento fluido, que presenta un material termoplastico. Los
materiales termopldsticos se pueden fundir, por ejemplo, disolver en un disolvente o aplicarse como dispersién a través
de la tobera. Para recubrimientos, que presentan material termopldstico, son adecuados entre otros polietileno, poli-
propileno, poliacrilato, polimetacrilato, poliacrilonitrilo, polibutadieno, poliamida, poliéster, poliéter, polietercetona,
acetato de polivinilo, poliacetal, acetato de polivinilo, poliolefinas, policarbonato, amidas en bloques de poliéter, PSU,
PES, PPS, PVC, PVDC, PET, PS, PTFE, PVDF, POM, poliimidas, derivados de poliimidas, derivados de celulosa y
copolimerizados.

No obstante, no sélo es posible emplear polimeros como materia prima para el recubrimiento. En su lugar, el
recubrimiento se puede realizar también a través de una reaccién quimica, como por ejemplo una polimerizacién
sobre la superficie a recubrir. Esto es ventajoso, puesto que de esta manera se pueden fabricar también recubrimientos,
que en otro caso son insolubles, como materiales duroplasticos, por ejemplo. Ademas, de esta manera se puede trabajar
son disolvente. A tal fin, la etapa de la aplicacién de un material de recubrimiento puede comprender de una manera
ventajosa la etapa de la aplicacion de un material de recubrimiento, que presenta al menos un componente de un
sistema reactivo quimico. Para tales recubrimientos son adecuados en este caso, entre otros, sistemas que se reticulan
con isocianato, sistemas de epdxido de poliuretano, acrilatos, metacrilatos, siliconas asi como derivados de uno de estos
sistemas. Evidentemente, dado el caso, estos sistemas también se pueden combinar. La ventaja estd, entre otras cosas,
en la evitacién de los tiempos de conservacion con frecuencia cortos de sistemas reactivos. También la problemadtica
de la limpieza y mantenimiento se agrava claramente de esta manera.

Con la ayuda de este modo de proceder se pueden aplicar, por ejemplo, también mezclas reactivas en la dosificacién
deseada y se pueden variar localmente para generar un perfil de propiedades resuelto localmente. A tal fin, a través
de al menos una tobera se pueden mezclar varios componentes sobre la superficie y se pueden llevar a reaccién. En
este caso, la distribucién microfina de los componentes sobre el substrato posibilita una mezcla homogénea de los
componentes reactivos.

Ademds, la etapa de la aplicacién de un material de recubrimiento fluido puede comprender la etapa de la apli-
cacién de un material de recubrimiento, que presenta al menos un componente de un sistema que se puede reticular
térmicamente. Los sistemas que se pueden reticular térmicamente como material de recubrimiento son ventajosos,
porque se puede llevar a cabo aqui la reticulacién de una manera especialmente sencilla a través de calentamiento
del recubrimiento aplicado. Tales sistemas que se pueden reticular térmicamente pueden comprender, por ejemplo,
poliéster-melamina, poliéster-urea, sistemas ep6xidos, acrilatos, metacrilatos o sistemas de poliéster.

De acuerdo con una configuracién ventajosa del procedimiento de acuerdo con la invencidn, la etapa de la apli-
cacion de un material de recubrimiento fluido puede comprender, ademds, la etapa de la aplicacion de un material de
recubrimiento, que presenta al menos un componente de un sistema que se puede endurecer por radiacion.

Estas lacas y recubrimientos se pueden procesar de una manera especialmente buena con el procedimiento de
acuerdo con la invencién. Por ejemplo, éstos se pueden aplicar sin problemas con chorro de burbujas o chorro de tinta
o piezo chorro. La capacidad de endurecimiento rdpido de los materiales de recubrimiento que se pueden endurecer por
radiacién se opone en gran medida a la posibilidad de la alta velocidad de recubrimiento del procedimiento de acuerdo
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con la invencién, puesto que con ello se puede conseguir un rendimiento muy alto en el proceso de recubrimiento.
Tales sistemas que se pueden endurecer por radiacién pueden comprender, entre otros, acrilatos, metacrilatos, polivi-
niléter, poliésteres a base de dcido maleico y 4cido fumadrico, ep6xidos, compuestos de estireno o acrilatos de silicona.
Evidentemente, como sistemas que se pueden endurecer por radiacién se pueden utilizar también aqui combinaciones
de los sistemas mencionados anteriormente.

La fijacién del recubrimiento aplicado puede comprender, por ejemplo, la etapa del secado del material de recu-
brimiento. En el caso del material de recubrimiento disuelto, como por ejemplo en el caso de plésticos disueltos, se
consigue en este caso la fijacion a través de la evaporacion del disolvente. El secado se puede realizar en este caso
también térmicamente. No obstante, también es adecuado el secado a vacio o secado por medio de agentes de secado
adecuados, lo que puede ser ventajoso en el caso de recubrimientos sensibles a la temperatura. Ademds, en el caso de
los sistemas que se pueden reticular térmicamente se pueden realizar el secado, o bien la evaporacién del disolvente y
la reticulacion en una etapa de trabajo.

Ademds, la etapa de la solidificacion del material de recubrimiento fluido sobre la superficie puede comprender
también la etapa del endurecimiento por radiacién de un material de recubrimiento adecuado. El endurecimiento por
radiacién y el secado se pueden combinar entre si también de una manera ventajosa para la solidificacion.

La solidificacion se puede llevar a cabo de la misma manera también a través de reaccién quimica de componentes
del recubrimiento aplicado. Por ejemplo, los componentes del recubrimiento puede reaccionar entre si a través de
polimerizacién y/o reticulacion. La reticulacién se puede llevar a cabo en este caso también térmicamente.

Una fijacién del recubrimiento se puede realizar también a través de reaccion del material de recubrimiento con
un recubrimiento previo sobre la superficie. Por ejemplo, a tal fin, en el caso de un sistema de varios componentes,
la superficie puede estar provista con un recubrimiento previo, que presenta un componente del sistema. A través de
al menos una tobera se aplica entonces un material de recubrimiento, que presenta otro componente del sistema de
varios componentes. Los componentes entran en contacto entonces sobre la superficie y reaccionan entre si bajo la
formacién de un plastico de varios componentes. De la misma manera, se puede llevar a cabo también una reaccién
del recubrimiento aplicado a través de al menos una tobera con un recubrimiento posterior, por ejemplo a través de un
recubrimiento de fundicién de cortina siguiente con un material de recubrimiento, que presenta otro componente de
un sistema de varios componentes.

Ademds, es ventajosa una configuracién del procedimiento de acuerdo con la invencidn, en la que la cabeza de
dosificacion presenta al menos una primera tobera y al menos una segunda tobera y la etapa de la aplicacion de un
material de recubrimiento fluido sobre la superficie a través de la tobera bajo reaccién a una sefial de control generada
por un ordenador comprende la etapa de la aplicacion de un primer material de recubrimiento a través de al menos
una primera tobera y de un segundo material de recubrimiento a través de al menos una segunda tobera. Por ejemplo,
el primero y segundo material de recubrimiento pueden presentar en cada caso componentes de un sistema de varios
componentes. De esta manera, se ponen en contacto los componentes sobre la superficie a recubrir y se puede llevar
a cabo de este modo una polimerizacién o reticulacién. Ademads, esta variante del procedimiento se puede utilizar
también para aplicar sistemas de varias capas en una etapa de procesamiento. De la misma manera, condicionado por
la posibilidad de la aplicacién puntual exacta, se aplican diferentes recubrimientos también estructurados adyacentes,
o bien solapados.

Por medio del procedimiento de acuerdo con la invencién se pueden fabricar, ademds, formas impresas. Como
formas impresas para maquinas de imprenta se utilizan la mayoria de las veces cilindros de imprenta o, por ejemplo,
en la impresién Offset chapas fijadas sobre cilindros de imprenta, que presenta la forma imprenta. No obstante, la
fabricacién y sustitucion de las formas impresas es, en general, costosa. No obstante, con los recubrimientos estructu-
rados con exactitud, que se pueden fabricar a través del procedimiento de acuerdo con la invencidn, se pueden fabricar
formas impresas a través de la aplicacién de recubrimientos estructurados directamente y sin otras etapas interme-
dias. De una manera correspondiente, en un desarrollo del procedimiento, la etapa de la aplicacién de un material de
recubrimiento fluido sobre la superficie a través de la tobera bajo reaccién a una sefial de control generada por un
ordenador comprende la etapa de la reproduccién de una forma impresa. El recubrimiento aplicado se puede utilizar
en este caso de acuerdo con el tipo y la estructura del material de recubrimiento, entre otras cosas, para impresion en
relieve, impresion en huecograbado, impresion con rascador o impresion Offset.

La posibilidad de generar sistemas de varios componentes in situ y de mezclarlos sobre la superficie a recubrir en
cualquier relacién deseada y de llevarlos a reaccidn, se puede utilizar, por ejemplo para realizar la reproduccién de
formas impresas directamente en la maquina de imprenta, pudiendo aplicarse tanto estructuras bidimensionales, por
ejemplo a través de propiedades quimicas diferentes resueltas localmente del recubrimiento, como también estructuras
tridimensionales resueltas localmente de diferente espesor de capa a través de la aplicacién de capa gruesa resuelta
localmente. De esta manera, se pueden generar, por ejemplo, formas impresas para impresién Offset o bien impresién
flexografica.

De la misma manera, para recubrimientos decorativos se pueden aplicar recubrimientos de diferente tipo resueltos
localmente de una manera adyacente o bien superpuesta. Por ejemplo, se pueden aplicar estructuras con efecto brillante
o efecto mate de una manera adyacente.
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El movimiento del substrato a lo largo de la superficie a recubrir con relacién a la cabeza de dosificacién y/o el
movimiento de la cabeza de dosificacién con relacion a la superficie del substrato pueden comprender de una manera
ventajosa la etapa del desplazamiento hacia delante del substrato a lo largo de una primera direccién o direccién de
avance. En este caso, a través de una instalaciéon adecuada se desplaza el substrato a lo largo de la primera direccién a
través del dispositivo de recubrimiento y de esta manera se mueve por delante de al menos una tobera. De una manera
ventajosa, también el avance es realizado de forma controlada por ordenador y es detectado asistido por ordenador,
de manera que durante la activacién asistida por ordenador de la cabeza de dosificacién se conoce la posiciéon del
recubrimiento, es decir, el punto sobre la superficie que estd frente a la tobera.

La velocidad de procesamiento no estd limitada, en principio, a excepcion de los limites fisicos a través de secado
o endurecimiento y la capacidad de aplicacién del material de recubrimiento. El substrato se puede mover con relacién
a la cabeza de dosificacion a lo largo de la direccién de avance con una velocidad hasta 2000 metros por minuto, con
preferencia con una velocidad hasta 500 metros por minuto. De acuerdo con una forma de realizacién de la invencion,
se consiguen velocidades de avance de 150 metros por minuto o mas. Especialmente en la impresién Offset con
rodillos se trabaja a veces también con velocidades de avance de 300 metros por minuto o mds, que se pueden alcanzar
para el procedimiento de acuerdo con la invencién, de manera que se puede implementar bien la invencién, entre
otras cosas, también en mdquinas de imprenta Offset de rodillos. La seleccién de la velocidad de avance adecuada
se determina en este caso sobre todo a través de la resolucién local conseguida, el espesor de capa, el tamafio de las
gotitas condicionado, entre otras cosas, por la tobera, y la frecuencia de activacidn, con la que se activa la tobera
por el ordenador. También el tipo del material de recubrimiento, como por ejemplo su viscosidad, puede influir en la
velocidad en la direccién de avance y, por lo tanto, en el tiempo de procesamiento o el rendimiento. A la inversa, es
posible adaptar también el material de recubrimiento, ademds de las modificaciones constructivas, para la consecucién
de velocidades elevadas de avance.

Ademads, es favorable que la cabeza de dosificacién se mueva a lo largo de una segunda direccidn, que se extiende
transversalmente a la primera direccidn, o bien no paralela, con preferencia esencialmente perpendicular. A través de
la combinacién de estos dos movimientos se pueden recubrir de una manera sencilla con una anchura limitada de la
cabeza de dosificacion o bien con un nimero limitado de toberas también substratos de diferente anchura cubriendo
la superficie o de forma estructurada. Evidentemente, un substrato mds ancho se puede cubrir también a través de un
nimero mayor de toberas dispuestas adyacentes.

Ademds, puede ser ventajoso posibilitar también un movimiento de la cabeza de toberas perpendicularmente a la
superficie a recubrir, puesto que de esta manera se pueden recubrir también substratos tridimensionales.

No obstante, por dltimo, no se ponen limites al movimiento de la cabeza de dosificacién, con lo que también
es posible un empleo de la cabeza de dosificacion en sistemas de varios ejes. De esta manera, se pueden recubrir
también o incluso se pueden formar cuerpos tridimensionales. Ademads, se puede recubrir también material del tipo
de cable, alambre o manguera. Aqui el movimiento de la cabeza de dosificacién tiene lugar sobre una trayectoria
circular o se disponen, por ejemplo, varias toberas en forma de anillo. Frente a la extrusion normalmente habitual
para el recubrimiento de esta geometria, la ventaja del procedimiento de acuerdo con la invencién consiste, entre
otras cosas, en que se pueden aplicar mezclas reactivas de varios componentes, que solamente reaccionan sobre el
substrato.

El substrato a recubrir puede ser, ademads, en forma de tira y se puede arrollar, con una flexibilidad correspondiente
del material, sobre un rollo. La etapa del movimiento del substrato a lo largo de la superficie a recubrir con relacién a
la cabeza de dosificacién y/o del movimiento de la cabeza de dosificacién con relacion a esta superficie del substrato
pueden comprender entonces con ventaja la etapa de desenrollamiento del material desde el rollo. Un procedimiento
configurado de esta manera se puede emplear para una pluralidad de aplicaciones industriales. Como substratos en
forma de tira adecuados para ello se contemplan, por ejemplo, tiras de papel o de cartdn, tiras de cristal, textiles y
tejidos y Idminas de plastico o de metal. También el recubrimiento de materiales compuestos, como folios laminados
y también su fabricacién se pueden realizar con el procedimiento.

Ademads, la etapa del movimiento del substrato a lo largo de la superficie a recubrir con relacién a la cabeza
de dosificacion puede comprender de una manera ventajosa la etapa del arrollamiento del substrato sobre un rollo. A
través de la combinacion con el desenrollamiento del substrato se puede conseguir de esta manera, ademads, un proceso
de fabricacién de rollo a rollo.

Para generar recubrimientos mds complejos, el procedimiento puede estar configurado también de tal forma que,
las etapas del movimiento de un substrato con una superficie a recubrir se pueden llevar a cabo varias veces a lo largo
de esta superficie con relacién a la cabeza de dosificacién y/o las etapas del movimiento de la cabeza de dosificacién
con relacién a una superficie a recubrir de un substrato y de la aplicacién de un material de recubrimiento fluido sobre
la superficie se pueden realizar varias veces a través de la tobera, bajo reaccién a una sefial de control generada por un
ordenador. De esta manera, se pueden generar tanto recubrimientos espesos, como también especialmente estructuras
de capas multiples. A este respecto, en el caso de un recubrimiento multiple, se pueden emplear también para las capas
individuales diferentes materiales de recubrimiento.

El procedimiento puede comprender, ademds, de una manera ventajosa la etapa de la retirada al menos parcial del
recubrimiento sobre la superficie. Esto es especialmente conveniente cuando el recubrimiento sirve como mascara.
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Asi, por ejemplo, también esta configuracién del procedimiento se puede utilizar para la metalizacién estructurada,
por ejemplo para la produccién de bandas de conductores. Por ejemplo, a tal fin se aplica un recubrimiento de poli-
mero estructurado negativo de forma correspondiente y la superficie recubierta de esta manera se puede metalizar a
continuacién. La metalizacion se puede realizar en este caso, por ejemplo, a través de pulverizacion catédica o evapo-
racion. A través de la retirada del recubrimiento de polimero aplicado de forma estructurada se anula de esta manera la
metalizacion sobre las zonas recubiertas, permaneciendo la metalizacion sobre las zonas no recubiertas anteriormente
(Técnica Lift-off). Estos procesos se llevan a cabo normalmente en tecnologia resistiva. La ventana del procedimiento
de acuerdo con la invencidn, en cambio, es aqui de la misma manera la omision de las etapas costosas de iluminacién
y de revelado de la foto-resistencia.

También este procedimiento para la fabricacién de metalizaciones estructuradas sobre un substrato se puede reali-
zar para la fabricacion de pletinas de capas multiples a través de repeticién miltiple de las etapas de trabajo, pudiendo
aplicarse entre cada una de las metalizaciones un laqueado o un recubrimiento de plastico como capa aislante.

El procedimiento de acuerdo con la invencién se puede emplear también de una manera multiple ara la fabricacién
de componentes Opticos. Con un recubrimiento estructurado, que comprende materiales de recubrimiento transparen-
tes, se pueden definir de esta manera estructuras Opticas sobre el substrato. Por ejemplo, la combinacién de recu-
brimiento resuelto localmente y el empleo de varios materiales de recubrimiento se pueden emplear de una manera
ventajosa para definir componentes 6pticos en el recubrimiento. A tal fin, una zona en la capa debe presentar otro
indice de refraccién distinto a las zonas adyacentes. De una manera correspondiente, en un desarrollo de este tipo de
la invencidn, la etapa de la aplicacién de un material de recubrimiento fluido sobre la superficie a través de la tobe-
ra, bajo reaccién a una sefial de control generada por un ordenador, comprende la etapa de la aplicacién de material
de recubrimiento sobre al menos una zona, que presenta un indice de refraccion distinto a las zonas adyacentes o,
por ejemplo, es opaco para las longitudes de ondas utilizadas. También la utilizacién de mezclas reactivas de varios
componentes se puede llevar a cabo a través de la sustitucién selectiva de uno o varios componentes individuales, que
tienen influencia sobre el indice de refraccion. A través de la generacidn selectiva de un gradiente de concentracién
durante la sustitucién mencionada de no o varios componentes con indice de refraccién variable se puede generar de
esta manera también un gradiente de indice de refraccion.

Ademis de las gufas de ondas como componentes 6pticos se pueden fabricar de esta manera evidentemente también
otros componentes 6pticos, como por ejemplo rejillas. De la misma manera, se puede utilizar el procedimiento de
acuerdo con la invencién también de una manera ventajosa para fabricar componentes dpticos mds complejos, de
varios componentes, como rejillas de guias de ondas agrupadas, divisores o combinadores o también interferémetros
Mach-Zehnder.

A través del recubrimiento de varias capas o en capas gruesas se puede controlar de una manera selectiva también
la posicién vertical de la guia de ondas de luz. De esta manera, se obtienen muchas aplicaciones en el campo de las
guias de ondas pticas, como por ejemplo la unién de estructuras de guias de ondas planas a guias de ondas formadas
tridimensionales, como por ejemplo fibras de vidrio u otros componentes 6pticos. O, en cambio, la fabricacién de
capas funcionales Opticas en pletinas de capas multiples a través de la aplicacion de capas intermedias funcionalizadas
Opticamente, la conexién Optica de componentes sobre circuitos impresos convencionalmente en una capa adicional.
Condicionado por el procedimiento de fabricacion, en el que es posible permitir en una medida limitada también
la difusion entre zonas adyacentes, quimicamente diferentes hasta el endurecimiento de la capa, es posible también
generar un gradiente del indice de refraccién, con lo que se puede influir de una manera selectiva en la conduccién de
la luz en las guias de ondas de luz.

La generacion de diferentes indices de refraccidn en capas transparentes Opticamente se puede aprovechar también
para la generacién de estructuras Opticas en las capas de laca. De esta manera se puede identificar un producto a
prueba de falsificacién o se pueden aplicar patrones para una deteccion automdtica por medio de aparatos de lectura
Optica.

El procedimiento puede comprender, ademads, con ventaja la etapa de la alineacién del substrato o la deteccién de
la posicién y del angulo del substrato con relacién a la cabeza de dosificacion. A través de la alineacién del substrato
o del patrén de recubrimiento sobre el substrato se asegura la colocacidn correcta del patrén de recubrimiento sobre el
substrato. La alineacién se puede controlar en este caso mecdnicamente o también Opticamente. La alineacién con re-
lacion a la cabeza de dosificacién comprende en este caso no s6lo una alineacion del substrato con relacién a la cabeza
de dosificacion retenida fijamente. En su lugar, la alineacién se puede realizar también de una manera especialmente
ventajosa a través de la adaptacion de la posicion de la cabeza de dosificacion o a través de la alineacién asistida por
ordenador del patrén de recubrimiento generado a través de la cabeza de dosificacion. La alineacién del patrén de re-
cubrimiento con respecto al substrato recubierto, por ejemplo a través de la deteccion de la posicion y la alineacién de
cada substrato individual a recubrir posibilita la colocacién del patrén de recubrimiento de una manera adaptada a la
forma y la posicion del substrato asistido por ordenador. La deteccién se puede realizar, por ejemplo, 6pticamente por
medio de ldser de tres puntos. Aqui reside, entre otros, una ventaja especial de esta configuracién del procedimiento
de acuerdo con la invencidn, puesto que la alineacion del patrén de recubrimiento sobre el substrato se lleva a cabo
tan rdpidamente que se puede prescindir de una colocacion exacta necesaria con frecuencia mecdnicamente o sobre
todo en el caso de substratos grandes y/o pesados se puede prescindir de la alineacién posterior apenas realizable del
substrato a recubrir.
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También estd en el marco de la invencién indicar un dispositivo de recubrimiento de acuerdo con la reivindicacién
35, que es especialmente adecuado para llevar a la préctica el procedimiento de acuerdo con la invencién descrito
anteriormente.

La alineacién para el movimiento del substrato con relacién a la cabeza de dosificacién y/o de la cabeza de do-
sificacion con relacion a la superficie a recubrir se puede alinear también de forma automatica, para llevar a cabo un
movimiento espacial de la cabeza de dosificacion en todas las tres direcciones espaciales, por ejemplo para el recu-
brimiento de cuerpos tridimensionales. En el caso de superficies planas, el substrato puede permanecer también en
reposo y la cabeza de dosificacion se mueve a lo largo de dos ejes que estan esencialmente perpendiculares entre si.

La cabeza de dosificacion estd dispuesta en este caso con preferencia de tal modo que la al menos una tobera no
entra en contacto con el substrato a recubrir. Con ello se posibilita de una manera ventajosa un recubrimiento sin
contacto del substrato.

Con ventaja, la instalacién para el movimiento de un substrato con una superficie a recubrir a lo largo de esta
superficie con relacién a la cabeza de dosificacion y/o para el movimiento de la cabeza de dosificacién con relacién a
una superficie a recubrir de un substrato puede comprender, ademds, una instalacién de transporte para el transporte
del substrato a lo largo de una primera direccién. Con la instalacién de transporte se pueden mover los substratos a
recubrir en el dispositivo y se pueden transportar especialmente a través del dispositivo, lo que posibilita un proceso
de recubrimiento continuo.

Ademds, la unidad de recubrimiento puede comprender, adicionalmente, una instalacién para el movimiento de la
cabeza de dosificacién a lo largo de una segunda direccion esencialmente perpendicular a la primera direccién. De
esta manera, al menos una tobera se puede colocar en cualquier punto de la superficie a recubrir para poder aplicar alli
el recubrimiento de una manera dosificada. Puesto que esta instalacion esta alojada para el movimiento a lo largo de
una direccién esencialmente perpendicular a la direccién de transporte del substrato en la unidad de recubrimiento, la
unidad de recubrimiento se puede integrar ficilmente en instalaciones ya existentes, como por ejemplo instalaciones
de impresién o de laqueado, puesto que éstas presentan muchas veces ya instalaciones de transporte.

Para el recubrimiento continuo de substratos tridimensionales puede ser ventajoso, ademds, montar la cabeza de
dosificacién de tal forma que es posible también un movimiento en una tercera dimension y, dado el caso, incluso un
movimiento giratorio de la cabeza, con el fin de poder recubrir todos los lugares de un cuerpo tridimensional.

Al menos una tobera puede comprender de una manera especialmente ventajosa una tobera de chorro de burbuja
y/o una tobera de chorro de tinta o tobera de piezo chorro. Estos tipos de toberas, asi como las cabezas de dosificacién
correspondientes se emplean en grandes nimeros de piezas en impresoras, de manera que estas toberas son, por lo
tanto, correspondientemente econdmicas. Ademads, el empleo de tales toberas permite la utilizacién de la alta exactitud
local alcanzable en la tecnologia de impresion de chorro de tinta y la exactitud en la dosificacion para la aplicacién de
materiales de recubrimiento, como por ejemplo recubrimientos de plastico o lacas. La al menos una tobera puede estar
conectada, ademas, a una valvula, especialmente a una piezo valvula o a una valvula controlada electromagnéticamente
o puede ser activada a través de la vdlvula. La vdlvula puede estar disefiada especialmente de forma controlable, para
posibilitar una dosificacién asistida por ordenador del material de recubrimiento a través del control de la valvula.

Para posibilitar los procesos de recubrimiento con alto rendimiento con una necesidad de espacio lo mas reducida
posible de la instalacién de recubrimiento, el dispositivo puede presentar, ademads, una instalacién para la solidificacién
de la superficie recubierta del substrato, con lo que en el dispositivo son suficientes trayectos de secado cortos. El
substrato recubierto se puede extraer entonces inmediatamente al término del recubrimiento y solidificacién o se puede
procesar adicionalmente, sin que se pueda dafiar un recubrimiento no solidificado o endurecido todavia totalmente.

La instalacion para la solidificacion de la superficie recubierta del substrato puede comprender, por ejemplo, una
instalacién de secado, como especialmente una instalacién infrarroja y/o una instalacién de secado térmico. Para la
aplicacién de recubrimientos endurecibles por radiacién, como por ejemplo lacas endurecibles por UV o endurecibles
con haz de electrones es ventajosa, ademads, una instalacién de endurecimiento por UV o de endurecimiento por haz
de electrones.

Por tltimo, el dispositivo puede comprender una instalacién para la alineacion del substrato. Por medio de esta
instalacién se alinea el substrato con exactitud antes y/o durante el proceso de recubrimiento, para que la tobera del
cuerpo de dosificacién recubra de una manera correspondientemente exacta sin adaptacién la misma posicién de una
forma reproducible.

El dispositivo puede presentar, ademds, una instalacién para la medicién de la posicién del substrato. Esto posibi-
lita, por ejemplo, un control y una correccién posterior de la posicion del substrato o de la cabeza de dosificacién o
en el caso de la utilizacién de varias toberas en una matriz, también la alineacién del patrén de recubrimiento sobre
el substrato, que no tiene que colocarse entonces de una manera especial. La posicion se puede determinar entonces
con preferencia con medios Opticos o mecdnicos. En este caso, es ventajosa especialmente una combinacién con una
instalacidn para la alineacién del substrato o de la cabeza de dosificacion. De esta manera, se puede controlar y corregir
antes o durante el recubrimiento la posicion de la imagen de recubrimiento con relacién al substrato.
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Ademads, estd en el marco de la invencion indicar un substrato recubierto por medio del procedimiento de acuerdo
con la invencién y/o por medio del dispositivo de acuerdo con la invencién. De una manera correspondiente a un
recubrimiento multiple, un substrato recubierto de este tipo puede presentar también varias capas. De la misma manera,
a través de la aplicacion de diferentes materiales, el recubrimiento puede presentar zonas de diferentes materiales.
Estos se pueden encontrar, en el caso de recubrimiento multiple, también en diferentes capas.

A través de la aplicacion de materiales de recubrimiento transparentes se pueden definir, como se ha descrito
anteriormente, también componentes 6pticos, como por ejemplo guias de ondas en el recubrimiento. En particular, a
través de aplicaciones estructuradas se pueden fabricar también elementos 6pticos de varios componentes, como por
ejemplo rejillas y/o rejillas de guias de ondas agrupadas y/o interferémetros Mach-Zehnder con el recubrimiento.

A continuacién se explica la invencién con la ayuda de formas de realizacion preferidas y con referencia a los
dibujos adjuntos. En este caso,

La figura 1 muestra una primera forma de realizacion de un dispositivo de acuerdo con la invencién para el recu-
brimiento de substratos en forma de tira.

La figura 2 muestra una forma de realizacién de un dispositivo de acuerdo con la invencién para el recubrimiento
de substratos individuales.

La figura 3 muestra una vista en proyeccion esquematica sobre una unidad de recubrimiento.

La figura 4 muestra de forma esquematica la fabricacién de un recubrimiento estructurado de una superficie de un
substrato a recubrir.

La figura 5 muestra partes de otra forma de realizacién del dispositivo de acuerdo con la invencion.

Las figuras 6A a 6C muestran etapas del procedimiento para la fabricacion de un recubrimiento de varias capas
con estructuras de guias de ondas, y

La figura 7 muestra de forma esquematica un dispositivo para la fabricacién de formas impresas.
La figura 8 muestra de forma esquemadtica un ejemplo de realizacién de una instalacién de recubrimiento.
La figura 9A a 9D muestra de forma esquematica diferentes disposiciones de cabezas de dosificacion.

La figura 1 muestra una vista esquemadtica de una primera forma de realizacién de un dispositivo de acuerdo
con la invencién para la aplicacién de recubrimientos, que se designa en conjunto con 1. La forma de realizacién
del dispositivo 1 representada en la figura 1 sirve para el recubrimiento de un substrato 2 en forma de tira, que estd
arrollado sobre un rodillo 51. El substrato 2 puede comprender, por ejemplo, papel, cartén, textiles o un material de
ldmina, que se puede arrollar de forma correspondiente. El rollo 51 es componente de una instalacién de transporte,
que transporta el substrato 2 a través del dispositivo 1. El substrato es arrollado después del recubrimiento sobre otro
rollo 52, que es igualmente parte de la instalacion de transporte. La instalacion de transporte comprende, ademads, uno
o varios cilindros 53, que pueden estar configurados, por ejemplo, también como cilindros en vacio.

El substrato 2 es conducido por medio de la instalacién de transporte 51, 52 y 53 a lo largo de una primera direccién
54 simbolizada por medio de una flecha a través de una unidad de recubrimiento 4. La unidad de recubrimiento
4 comprende una cabeza de dosificacién 10, que presenta toberas para la aplicacién del material de recubrimiento.
La cabeza de dosificacién o bien las toberas de la cabeza de dosificacion se pueden controlar, por ejemplo, bajo
reaccion a sefiales generadas por ordenador. A tal fin, la cabeza de dosificacién 10 estd conectada a través de una
interfaz 14 adecuada con un ordenador 12. Como interfaz se puede utilizar en este caso, por ejemplo, una interfaz
de impresora. Desde el ordenador se generan sefiales de control correspondientes para la activacién de las toberas
de la cabeza de dosificacién 10 y se transmite a ésta a través de la interfaz 10. Desde las toberas se aplica entonces
puntualmente material de recubrimiento después de la reaccion a la sefial de control. El material de recubrimiento
puede comprender, por ejemplo, una laca, de manera que por medio del dispositivo de acuerdo con la invencién se
pueden aplicar laqueados en toda la superficie o limitados localmente sobre la superficie 3 a recubrir del substrato en
forma de tira.

La unidad de recubrimiento 4 puede comprender, ademds, una instalacién para el movimiento de la cabeza de
dosificacién a lo largo de una segunda direccidn esencialmente perpendicular a la primera direccién. De esta manera,
la cabeza de dosificacion se puede desplazar en direccién perpendicularmente al plano del papel y se puede colocar de
tal modo que se puede recubrir toda la superficie del substrato 2 en forma de tira.

Después de abandonar la unidad de recubrimiento 4, se conduce el substrato 2 en forma de tira por delante de
una unidad de secado 6, que proporciona a través del calentamiento del recubrimiento aplicado, especialmente por
medio de aire caliente o radiacion térmica al material de recubrimiento aplicado una evaporacién al menos parcial de
disolvente.
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Esta forma de realizacion del dispositivo 1 presenta, ademads, todavia una unidad de endurecimiento por radiacién
8, por delante de la cual se conduce igualmente el substrato 2 recubierto. La unidad de endurecimiento por radiacién
8 irradia, por ejemplo, luz ultravioleta o haces de electrones sobre el recubrimiento. Si se recubre el substrato 2 en
la unidad de recubrimiento 4, por ejemplo, con una laca endurecible por UV, entonces se endurece la laca durante la
conduccidn por delante de 1a unidad 8. La laca endurecible por UV se puede fabricar en este caso, por ejemplo sobre la
base de acrilatos, metacrilatos, poliviniléter, poliésteres a base de dcido maleico o de 4cido fumarico, resinas epdxido,
compuestos de estireno, acrilatos de silicona o mezclas de ellos.

A través de la combinacién de secado y endurecimiento se genera un recubrimiento s6lido, que estd endurecido
acabado, ademas, antes del arrollamiento del substrato 2 en forma de tira sobre el rollo 52, de manera que no se
adhieren ya las capas individuales sobre el rollo 52. A continuacidon se puede realizar antes del arrollamiento del
substrato 2 también todavia una refrigeraciéon por medio de una unidad de refrigeracion 9.

La figura 2 muestra de forma esquemaética una forma de realizacién de un dispositivo de acuerdo con la invencién
para el recubrimiento de substratos individuales. El dispositivo presenta a tal fin una instalacién de alimentacién 100
para la alimentacién de substratos en forma de substratos individuales. Los substratos se depositan desde la instalacién
de alimentacién 100 sobre una cinta transportadora 55, que se conduce y se mueve con cilindros 53. El dispositivo
1, especialmente la unidad de recubrimiento 4 del dispositivo puede presentar para la determinacién de la posicién
de los substratos 2 sobre la cinta de transporte 55 una instalacién de determinacion de la posicién 36. Por ejemplo,
la instalacién de determinacion de la posicion 36 puede determinar la posiciéon del canto delantero de los substratos
individuales por medio de una barrera dptica adecuada. La instalacién de determinacidn de la posicién 36 puede estar
conectada con una interfaz 15 en el ordenador 12, para transmitir datos de posicidon o sefiales correspondientes al
ordenador 12. Los datos de posicién pueden ser tenidos en cuenta entonces por el programa para el control de la
cabeza de dosificacién 10, con el fin de obtener una alineacidn exacta del recubrimiento estructurado aplicado.

Las superficies de los documentos son tratadas entonces como se ha descrito con la ayuda de la figura 1. Los do-
cumentos 2 recién recubiertos son extraidos después del endurecimiento y secado desde una instalacién de extraccién
101 para substratos individuales desde la cinta transportadora y son apilados. La velocidad de avance, que se puede
conseguir, como se representa, por ejemplo, con la ayuda de la forma de realizacién representada en las figuras 1 6
2, depende de la resolucién local de la aplicacién de recubrimiento, del espesor del recubrimiento a conseguir, de la
cantidad de gotas y de la frecuencia de activacién de las toberas de la cabeza de dosificacion. Si no se desplaza la
cabeza de dosificacién transversalmente a la primera direccidn, entonces se determina, por ejemplo, la resolucién a
través de la distancia entre las toberas. En el caso de una resolucién de 100 dpi y de un espesor del recubrimiento
de 5 ym, una cantidad de gotas de 350 picolitros y una frecuencia de activacion de 5 kHz, se puede conseguir, por
ejemplo, una velocidad de avance de 100 metros por minuto. Evidentemente, también son posibles velocidades de
procesamiento esencialmente mas altas, en funcién de los pardmetros mencionados anteriormente. Asi, por ejemplo,
se pueden conseguir tipicamente velocidades de avance de 150 metros por minuto o mas.

No obstante, también es posible conseguir, por ejemplo con una elevacién correspondiente de la frecuencia de
activacion o de la cantidad de gotas o a través de la utilizacién de cabezas de dosificacion adecuadas, una velocidad
de avance de 500 metros por minuto o hasta 2000 metros por minuto. De acuerdo con una forma de realizacién de la
invencién, se consiguen velocidades de avance de 150 metros por minuto o mas. Con preferencia, se pueden conse-
guir especialmente también velocidades de avance de 300 metros por minuto o mds, de manera que los dispositivos
descritos con la ayuda de las figuras 1 6 2 pueden comprender, por ejemplo, también maquinas de imprenta Offset. En
particular, el dispositivo representado en la figura 1 puede comprender una miquina de imprenta Offset de rodillos, en
el que son habituales velocidades de avance de 300 metros por minuto y mas.

La figura 3 muestra una vista en proyeccién esquemdtica sobre una forma de realizacién de una unidad de re-
cubrimiento 4. La unidad de recubrimiento 4 se puede integrar, por ejemplo, como mddulo en una instalaciéon de
recubrimiento o una miquina de imprenta, de manera que los substratos a recubrir son conducidos a lo largo de la
primera direccién 54 en la unidad de recubrimiento 4. Esta forma de realizacién de la unidad de recubrimiento 4
presenta una cabeza de dosificacion 10, que es mévil a lo largo de una direccidon 56 esencialmente perpendicular a la
direccién 54. A tal fin, se mantiene la cabeza de dosificacién 10 de una manera mévil sobre un carril de guia 38 a lo
largo de la direccién 56. La cabeza de dosificacion 10 estd fijada, ademds, en una polea dentada 44, que se extiende
sobre ruedas dentadas 42. Una de las ruedas dentadas 42 estd conectada con un motor paso a paso 40, que acciona de
una manera correspondiente a través de la rueda dentada 42 la polea dentada 44 y que mueve la cabeza de dosificacién
a lo largo del carril de guia 38. La unidad de recubrimiento 4 puede presentar, ademads, una electrénica para el control
de la cabeza de dosificacién 10 y para el accionamiento del motor paso a paso. Ademas, la unidad de recubrimiento 4,
como se muestra de forma esquematica con la ayuda de las figuras 1 y 2, puede presentar una interfaz para la conexién
con un ordenador para el control de la unidad 4.

A continuacién se hace referencia a la figura 4, que muestra de forma esquemdtica la fabricacion de un recubri-
miento estructurado de resolucion local de una superficie de un substrato a recubrir 2. El substrato 2 es conducido por
delante de la cabeza de dosificacién 10 a lo largo de una primera direccién 54. La cabeza de dosificacion 10 presenta
toberas activables 16, que estdn conectadas 7 en cada caso a través de conductos de alimentacién 18 con la interfaz. La
conexion se puede realizar directamente o a través de una disposicion de circuito. Las toberas pueden ser, por ejemplo,
toberas de chorro de burbujas o toberas de chorro de tinta o toberas de piezo chorro. En este caso se transforman las
seflales de control emitidas a través de la interfaz en sefiales de alimentacidn correspondientes. Las toberas 16 estin
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conectadas con un depdsito 20, en el que se encuentra el material de recubrimiento 22. El dispositivo puede presen-
tar, ademds, una instalacion de pre-calentamiento 21, que precalienta el material de recubrimiento fluido 22 que se
encuentra en el depdsito 20, para reducir, por ejemplo, su viscosidad.

El material de recubrimiento fluido o bien se calienta en este caso con preferencia de tal forma que su viscosidad
estd entre 8 y 100 mPa.s, de una manera preferida entre 8 y 50 mPa.s, de forma especialmente preferida entre 8 y 25
mPa.s, o la composicién del material de recubrimiento de selecciona de una manera correspondiente de manera que
presenta tal viscosidad. De la misma manera, también la viscosidad de un material de recubrimiento altamente viscoso
se puede reducir a través de calentamiento y de aditivos adecuados, con el fin de facilitar la capa de recubrimiento.

Si se aplica una sefial de alimentacion a través de la linea de alimentacion a una tobera, entonces en el caso de una
tobera de chorro de burbujas, se calienta una zona de la tobera, de manera que se evapora el material de recubrimiento,
o bien el disolvente del material de recubrimiento y se aplica una gota 24 a través de la presion del vapor a partir de
la tobera sobre la superficie 3 a recubrir del substrato 2. A través del movimiento del substrato en la direccién 54, asi
como el instante en el que se aplica una sefial de control, o bien una sefial de alimentacién en la tobera, se determina
de esta manera la posicién de una gota 24 de material de recubrimiento en la direccién 54 a lo largo de la superficie
3. A través del movimiento de la cabeza de dosificacién 10 en una direccién perpendicularmente a la direccién 54,
se determina la posicién de una gota también en esta direccidn, de manera que a partir de la pluralidad de las gotas
24 aplicadas se pueden fabricar recubrimientos estructurados de resolucién local de acuerdo de principio de gota a
demanda. Las gotas individuales se pueden solidificar a continuacién en funcién de la composicién del material de
recubrimiento, por ejemplo a través de endurecimiento por UV o a través de reticulacion térmica, con el fin de generar
un recubrimiento fijo y duradero. Las gotas 24 se pueden colocan adyacentes entre si de una manera tan contigua que
se forma una pelicula cerrada a partir de las gotas.

La figura 5 muestra partes de otra forma de realizacién de un dispositivo de acuerdo con la invencién. En esta
forma de realizacidn, la cabeza de dosificacion 10 presenta una tobera 16, que es activada a través de una valvula
piezoeléctrica 17 o controlada electromagnéticamente. La valvula 17 comprende a tal fin un actuador electromagné-
tico o piezoeléctrico 171, que estd conectado con una aguja de tobera 19 y estd conectado a través de una linea de
alimentacion 18 con un ordenador 12. Entre el ordenador 12 y la védlvula puede estar interconectada una electrénica
adecuada, no representada, que transforma las sefiales de control generadas por el ordenador 12.

El material de recubrimiento fluido 22 es tomado desde un depésito 20 a través de una instalacién de bombeo 23
y es alimentado a la tobera a sobrepresiéon. Como instalacion de bombeo 23 es adecuada, por ejemplo, una bomba
de células de rodillos o una bomba de células de aletas, como se emplean, por ejemplo, en sistemas de inyeccién
de combustible para motores de combustién. De la misma manera, la vdlvula 17 puede comprender una valvula de
inyeccidn para la inyeccion de combustible en motores de combustién. Estos componentes se caracterizan por su alta
estabilidad de larga duracidn y pueden trabajar a sobrepresiones grandes, o bien pueden generar altas presiones. Tales
sistemas son especialmente adecuado para el procesamiento de cantidades mayores de material de recubrimiento y de
espesores mayores de recubrimiento También los materiales de recubrimiento con alta viscosidad se pueden procesar
facilmente.

Ademais de una vélvula con aguja de toberas, como se representa en la figura 5, son posible también todavia otros
tipos de cierre. Por ejemplo, la vélvula puede presentar una trampilla accionable o activable a través de sefiales de
control o una corredera correspondiente o también una instalacién para la presion hacia abajo o pandeo de un tubo o
manguera, para controlar la aplicacién de recubrimiento.

En las figuras 6A a 6C son etapas ejemplares del procedimiento para la fabricacion de un recubrimiento de varias
capas con estructura de guias de ondas con la ayuda de vistas esquematicas de la seccion transversal. Sobre la superficie
3 a recubrir de un substrato 2 adecuado se aplica, como se muestra con la ayuda de la figura 6A, en primer lugar una
primera capa 58 de un primer material.

La figura 6B muestra el substrato 2 de acuerdo con otro proceso de recubrimiento, en el que una segunda capa
62 esta aplicada sobre la primera capa 60. La capa 62 presenta zonas 62 de un primer material y una zona 64 de otro
material. La zona 64 presenta, para definir mas tarde una guia de ondas, una estructura extendida alargada.

Para la fabricacién de esta segunda capa se aplicé el procedimiento de acuerdo con la invencién por medio del
movimiento del substrato con relacién a la cabeza de dosificacién y/o de la cabeza de dosificacién con relacién al
substrato y aplicacién de un material de recubrimiento fluido sobre la superficie a través de una o varias toberas de la
cabeza de dosificacién bajo reaccion a sefiales de control generadas por un ordenador. En este caso, las zonas 62 y 64,
que comprenden diferentes materiales de recubrimiento, son generadas a través de la aplicacién de un primer material
de recubrimiento a través de al menos una primera tobera y de un segundo material de recubrimiento a través de al
menos una segunda tobera de la cabeza de dosificacion.

El recubrimiento fabricado de esta manera se cubre finalmente, como se muestra con la ayuda de la figura 6C,
con una tercera capa 66. Los materiales de recubrimiento utilizados para el recubrimiento de v arias capas estan
elegidos de tal forma que el material de recubrimiento de la zona 64 presenta frente a las zonas adyacentes un indice
de refraccion diferente. Para que a través de la zona 64 se defina una estructura de guia de ondas 68, esta zona
presenta un indice de refracciéon mds bajo comparado con los materiales de recubrimiento de la primera y de la
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tercera tapa asi como de las zonas 62. Evidentemente, a través de una aplicacién de este tipo por medio de toberas
controladas por ordenador se pueden integrar también otras estructuras, especialmente también otros componentes
opticos, como por ejemplo rejillas 6pticas en el recubrimiento. Evidentemente, también es posible conseguir zonas
de diferentes indices de refraccién variando localmente uno o varios componentes de un sistema de componentes
multiplos.

En la figura 7 se representa otra aplicacion de la invencién. La figura 7 muestra de forma esquematica un dispositivo
para la fabricacién de formas impresas. Este dispositivo se puede integrar en particular directamente en maquinas de
imprenta, con lo que se puede suprimir la fabricacién costosa y la sustitucién de formas impresas. El dispositivo
se representa a modo de ejemplo para la reproduccién de un cilindro de impresién 46. En este caso, el cilindro de
impresion representa el substrato a recubrir y su superficie envolvente representa la superficie a recubrir del substrato.
Para la aplicacion de un recubrimiento superficial se rota en este caso el cilindro de presién durante el proceso de
recubrimiento.

El dispositivo presente, de una manera similar a las formas de realizacion explicadas anteriormente, una unidad de
recubrimiento 4. Con la unidad de recubrimiento 4 se aplica sobre la superficie envolvente del cilindro de impresién
un recubrimiento 50, que es estructurado de tal forma que presenta la reproduccién prevista de la forma impresa.
La estructuracién puede ser en este caso de tal forma que el color impreso se adhiere sobre zonas realzadas del
recubrimiento o en cavidades en el recubrimiento 50.

Adicionalmente, el dispositivo puede presentar todavia una unidad de endurecimiento por UV 8 aplicando materia-
les de recubrimiento que se pueden endurecer por radiacién y/o una unidad de secado 6. Si se integra el dispositivo en
una maquina de imprenta, entonces se puede desplazar el cilindro de presion, por ejemplo, con un dispositivo elevador
para el recubrimiento desde una posicién de impresion a una posicién de recubrimiento, en la que el cilindro 46 puede
girar sin contacto. Después de la reproduccion en la maquina, existe, ademas, la posibilidad de reproducir formas im-
presas, con preferencia casquillos fuera de la maquina e incorporarlos después de la estructuracién en la maquina, lo
que hace que el proceso de reproduccién sea temporalmente independiente del proceso de impresion. Esta posibilidad
se puede emplear con preferencia tanto en impresion como también en impresion flexografica, pero no estd limitada a
estos dos procedimientos.

La figura 8 muestra de forma esquematica un ejemplo de realizacién de una instalacién de recubrimiento 110. Este
ejemplo de realizacion se refiere a una instalacion, sobre la que se transportan substratos a lo largo de una primera
direccién 310 debajo de la instalacién de recubrimiento 110. Los substratos son recubiertos a través de la instalacién
de recubrimiento 110.

La direccion 130 se extiende perpendicularmente al plano de substratos planos. De acuerdo con ello, el plano, en
el que se encuentran los substratos planos, se define a través de la primera direcciéon 310 y una segunda direccién 320,
que se extiende perpendicularmente a las direcciones 310 y 330 y, por lo tanto, perpendicularmente al plano de la
imagen de la figura 8. Para substratos no planos, por ejemplo substratos cilindricos, como por ejemplo tubos, la unidad
de recubrimiento estd adaptada al contorno de los substratos, por ejemplo a través de una disposicidn anular.

La instalacién de recubrimiento 110 estd constituida por una unidad de recubrimiento 200, una unidad de limpieza
y los componentes de control eléctricos y electrénicos, ademds de la alimentacién de los medios y la preparacion
de los medios. La instalacién de recubrimiento 110 estd engastada en una carcasa 120 hermética al polvo, en cuyo
interior estd alojada la unidad de limpieza. En la operacién de recubrimiento, solamente la unidad de recubrimiento
200 esta dirigida hacia fuera, para evitar la contaminacidn del interior con polvo, por ejemplo polvos de papel o polvos
de impresion. Esto tiene una importancia especial en el caso de utilizacién de toberas mds pequeiias, para impedir la
contaminacién o la obstruccidn de las toberas.

Para el proceso de limpieza, la unidad de recubrimiento 200 se puede girar alrededor de un eje 210, de manera
que se puede limpiar por la unidad de limpieza. Una junta de obturacién 190 se ocupa de que durante el proceso de
limpieza, la carcasa 120 esté completamente cerrada de forma hermética al polvo hacia el exterior. Para un recubri-
miento dirigido hacia abajo, es ventajoso colocar frente a la unidad de recubrimiento 200 una bandeja colectora, que
recoge material de recubrimiento que se libera, por ejemplo, durante el acondicionamiento de las toberas. Una chapa
de proteccién 180 sirve como proteccién de substratos, que no son conducidos correctamente en la instalacién y que
podrian dafiar la unidad de recubrimiento 200.

La unidad de limpieza puede estar constituida, por ejemplo, por un rollo de reserva 130 para tela de limpieza 160
libre de pelusilla, por uno o varios cilindros de limpieza 150, que presionan la tela de limpieza 160 de una manera
uniforme en las cabezas de dosificacién 250, una instalacién de arrollamiento 170 para tela de limpieza usada 160 y
una tobera 140 para la dosificacién selectiva de liquido de limpieza.

La alimentacion de medios de la unidad de recubrimiento 200 esta constituida por unidades de control eléctricas
y/o electrénicas, por una alimentacién para el o los medios de recubrimiento y, dado el caso, por conexiones de aire
comprimido o bien de vacio. En el caso de que sean necesarios gases de proteccidon o gases de proceso, éstos son
igualmente alimentados. Para el recubrimiento con toberas de recubrimiento finas, el medio de recubrimiento debe
filtrarse al menos todavia antes de la alimentacion a la unidad de recubrimiento, con el fin de evitar la contaminacién
con particulas. En el caso de la utilizacién de piezo toberas de inyeccion de tinta, es ventajosa la desgasificacion del
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medio de recubrimiento, para posibilitar frecuencias de activacion altas de las toberas de recubrimiento hasta 50 kHz
aproximadamente.

Una unidad de recubrimiento 200 estd constituida por varias cabezas de dosificacién 250. Una cabeza de dosi-
ficacion 250 estd constituida por al menos dos toberas 260. Las toberas 260 estan dispuestas linealmente. Para la
consecucion de la resolucién deseada de las toberas por unidad de longitud a lo largo de la direccién 320, las ca-
bezas de dosificacion 250 pueden estar dispuestas de forma diferente, por ejemplo en una disposicion lineal, en una
disposicién escalonada, en una estructura de espinas de pescado o combinaciones de éstas.

Ejemplos de disposiciones posibles de cabezas de dosificacion 250 se representan en las figuras 10A a 10D. Con
diferentes disposiciones de las cabezas de dosificacion 250 y, por lo tanto, de las toberas 260 previstas linealmente
a distancia constante se pueden conseguir diferentes resoluciones de toberas por unidad de longitud a lo largo de la
direccién 320. La direccién 320 es en este caso perpendicular a la direccion del substrato 310. Para la ilustracién de
la resolucién se representan en las figuras en cada caso lineas auxiliares 270 en la direccién de extension del substrato
310.

La figura 9A muestra de forma esquemadtica una disposicion lineal sencilla de las cabezas de dosificacion 250.
En este ejemplo, la resolucién de la disposicién de toberas por unidad de longitud a lo largo de la direccién 320 se
proporciona a través de la resolucion de una cabeza de dosificacién 250 individual.

La figura 9B muestra de forma esquematica una disposicion lineal escalonada. En esta disposicidn, las unidades
de toberas 260 dispuestas linealmente sobre las cabezas de dosificacion individuales se disponen unas detrds de otras
de forma desplazada, de tal forma que se eleva la resolucion.

La figura 9C muestra de forma esquemadtica una disposicién con estructura de espina de pescado. La estructura
de espina de pescado designa una disposicion de las cabezas de dosificacion 250, en la que el eje, sobre el que estan
dispuestas al menos dos toberas 260 de la cabeza de dosificacién 250, estd girado frente a la direccién 320 dentro
del plano definido por las direcciones 310 y 320, alrededor de un dngulo entre 0° y 90° con lo que las toberas se
arriman estrechamente a lo largo de la direccién 320. El dngulo y la distancia se pueden elegir de tal forma que, en el
caso de mds de dos toberas, las toberas de dos cabezas adyacentes se intersectan, resultando una combinacién de una
disposicién de espina de pecado y una disposicién escalonada. Esto se representa en la figura 9D.

La ventaja de la estructura de espina de pescado consiste en la posibilidad de disponer las cabezas de una manera
economizadora de espacio y en facilitar la alineacién mecdnica de las cabezas adyacentes. Ademads, también se pueden
combinar los dos procedimientos. Para la consecucion de espesores mayores de capa, pueden estar dispuestas también
varias unidades de recubrimiento unas detrds de otras en la direccion 310, evidentemente a tal fin se pueden utilizar
también varias instalaciones de recubrimiento.

La combinacién de cabezas de dosificacion 250 en disposicion de espina de pescado y de las unidades de limpieza
descritas anteriormente posee la ventaja adicional de que la direccién de movimiento del trapo de limpieza no se
realiza en paralelo o perpendicularmente al eje, en el que estdn alineadas las toberas, o eje de toberas. También es
posible una solucién simplificada para la purificacién de una unidad de recubrimiento 200, en la que dispositivo de
limpieza, que estd equipado con un trapo, se desplaza sobre las superficies de las toberas de la unidad de recubrimiento
200, debiendo procurarse que no se limpie perpendicularmente o en paralelo al eje de las toberas.

La instalacién de recubrimiento 110 descrita anteriormente se puede emplear, por ejemplo, en una miquina de
recubrimiento para el laqueado de pliegos impresos (mdquina de laqueado) por ejemplo en lugar de un mecanismo de
laqueado de cilindros convencional. A tal fin, o bien se laquea en toda la superficie o deben instalarse adicionalmente
sensores de posicion, para detectar la posicion y el dngulo del pliego antes del recubrimiento, para que se pueda realizar
el recubrimiento de una manera ajustada exacta. Otra posibilidad consiste en una modificacion ligera de una maquina
de laqueado de cilindros convencional, en la que el pliego es alineado antes de pasar por la instalacién de recubrimiento
110, de manera que el canto delantero estd paralelo a la instalacién de recubrimiento 110. A continuacién, sin embargo,
deberia fijarse el pliego, por ejemplo, a través de vacio sobre la instalacién de transporte, para que no se pueda girar ya
el pliego. De esta manera, solamente debe alinearse el patrén de recubrimiento lateralmente de una manera ajustada
exacta, pero no debe girarse. La ventaja reside en un gasto de cédlculo esencialmente mas reducido para la alineacién
del patrén de recubrimiento.

Ademds, la instalacién se puede empelar también en lugar de un mecanismo de laqueado en una méquina de
imprenta Offset. Aqui se puede prescindir totalmente de una colocacién en posicién del substrato, puesto que los
pliegos ya son alineados en la mdquina. Esta ventaja se puede aprovechar también durante el montaje de la instalacién
en una maquina de impresién con tamiz de seda.

Los ejemplos mencionados anteriormente se conocen ya a partir del campo grafico. Se pueden mencionar todavia

muchos otros campos de aplicacién, como por ejemplo el empleo de la instalacioén para el laqueado decorativo o
completo de muebles/piezas de muebles u otros objetos, que deben laquearse.
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Lista de signos de referencia

1 Dispositivo para la aplicaciéon de recubrimiento
2 Substrato

3 Superficie a recubrir del substrato 2

4 Unidad de recubrimiento

5 Instalacién de transporte

6 Unidad de secado

8 Unidad de endurecimiento por UV

9 Unidad de refrigeracién

10 Cabeza de dosificacion

12 Ordenador

14,15 Interfaz

16 Tobera

17 Valvula

171 Actuador electromagnético / piezoeléctrico
18 Conductos de alimentacién de las toberas 16
19 Aguja de la valvula

20 Deposito

21 Instalacion de precalentamiento

22 Material de recubrimiento

23 Instalaciéon de bombeo

24 Gotas

26 Recubrimiento endurecido

36 Instalacion de determinacién de la posicidon
38 Carril de guia

40 Motor paso a paso

42 Rueda dentada

44 Polea dentada

46 Cilindro de impresion

48 Dispositivo de elevaciéon

50 Recubrimiento estructurado

51, 52 Rodillos

53 Cilindros
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54 Primera direccion

55 Cinta transportadora

56 Segunda direccion esencialmente perpendicular a la direccion 54

58 Primera posicidén de un recubrimiento de varias capas

60 Segunda posicidn de un recubrimiento de varias capas

62 Primera zona

64 Segunda zona

66 Tercera posicion de un recubrimiento de varias capas

100 Instalacion de alimentacion para substratos individuales

101 Instalacion de estacion para substrato individual

110 Instalacién de recubrimiento

120 Carcasa hermética al polvo

130 Rollo de reserva para trapo de limpieza

140 Tobera para liquido de limpieza

150 Cilindro de limpieza

160 Trapo de limpieza

170 Dispositivo de arrollamiento

180 Chapa de proteccién como distanciador de seguridad

190 Junta de obturacién para el cierre de la unidad de recubrimiento
durante el proceso de limpieza

200 Unidad de recubrimiento en la posicién de recubrimiento

201 Unidad de recubrimiento en posicion de limpieza

210 Eje de giro

250 Cabeza de dosificacion

260 Tobera

270 Lineas auxiliares para la ilustracién de la distancia de las toberas a lo
largo de la direccion 320

310 Primera direccion

320 Una segunda direccidn, esencialmente perpendicular a la direccion 310

330 Una tercera direccion, esencialmente perpendicular a las direcciones

310y 320
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la aplicacidn de recubrimientos realzados estructurados sobre superficies en una instalacién
de impresién o de laqueado con un dispositivo (1), que comprende al menos una cabeza de dosificacién (10), que
presenta al menos una tobera (16) que puede ser activada a través de una sefial de control, caracterizado por las
etapas:

- movimiento de un substrato (2) con una superficie a recubrir a lo largo de esta superficie (3) con relacion a la
cabeza de dosificacién (10) y/o movimiento de la cabeza de dosificacién (10) con relacién a una superficie
a recubrir (3) de una superficie (3) a recubrir de un substrato (2) , y

- recubrimiento estructurado con estructuras realzadas a través de la aplicacién de un material de recubri-
miento fluido transparente (22) sobre la superficie a través de la tobera (16) bajo reaccién al menos a una
sefial de control generada por un ordenador (12),

- solidificacion del material de recubrimiento (22) sobre la superficie con una instalacion de solidificacion.

2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado porque el dispositivo (1) se integra en un
instalacion de impresion o de laqueado existente.

3. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 1 6 2, caracterizado porque la etapa de la aplicacién de un ma-
terial de recubrimiento fluido sobre la superficie comprende la etapa de la aplicacion de un material de recubrimiento
fluido a través de una tobera de chorro de burbuja y/o una tobera de chorro de tinta o tobera de piezo chorro.

4. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado, porque la etapa de la apertura
de una valvula (17), especialmente de una piezo vélvula o de una vélvula controlada electromagnéticamente.

5. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado, porque la etapa de la aplicacion
de un material de recubrimiento fluido comprende la etapa de la aplicacién de un material de recubrimiento fluido,
que presenta un material termopldstico.

6. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 5, caracterizado porque el material termoplastico presenta
un plastico de un grupo, que comprende polietileno, polipropileno, poliacrilato, polimetacrilato poliacrilo nitrilo, po-
libutadieno, poliamida, poliéster, poliéter, poliétercetona, acetato de polivinilo, poliacetileno, acetato de polivinilo,
poliolefinas, policarbonato, amidas en bloques de poliéter, PSU, PES, PPS, PVC, PVDC, PET, PS, PTFE, PVDF, PF,
poliamidas, derivados de poliimida, derivados de celulosa y copolimerizados.

7. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la etapa de la aplicacién
de un material de recubrimiento fluido comprende la etapa de la aplicacién de un material de recubrimiento, que
presenta un plastico disuelto.

8. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la etapa de la aplicacion
de un material de recubrimiento fluido comprende la etapa de la aplicacién de un material de recubrimiento, que
presenta al menos un componente de un sistema reactivo quimico.

9. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 8, caracterizado porque el sistema de reaccién quimica com-
prende un sistema de reticulacién con isocianato y/o un poliuretano y/o un sistema de ep6xido y/o una silicona y/o un
derivado de uno de estos sistemas.

10. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque la etapa de la aplicacién
de un material de recubrimiento fluido comprende la etapa de la aplicaciéon de un material de recubrimiento, que
presenta al menos un componente de un sistema reticulable térmicamente.

11. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 10, caracterizado porque el sistema reticulable térmicamente
comprende una melamina de poliéster y/o una resina de urea y/o un sistema epéxido y/o un sistema de poliéster.

12. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque la etapa de la aplicacion
de un material de recubrimiento fluido comprende la etapa de la aplicacién de un material de recubrimiento, que
presenta al menos un componente de un sistema endurecible por radiacion.

13. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 12, caracterizado porque el sistema endurecible por radiacién
comprende un acrilato y/o un metacrilato y/o un poliviniléter y/o un poliéster y/o un compuesto de dcido maleico y/o
un compuesto de dcido fumdrico y/o un epéxido y/o un compuesto estireno y/o un acrilato de silicona.

14. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la etapa de la
fijacion del material de recubrimiento fluido sobre la superficie comprende la etapa de secado del material de recubri-
miento.
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15. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la etapa de la
solidificacién del material de recubrimiento fluido sobre la superficie comprende la etapa del endurecimiento por UV
del material de recubrimiento.

16. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la etapa de la
solidificacién del material de recubrimiento fluido sobre la superficie comprende la etapa de la polimerizacién del
material de recubrimiento.

17. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la etapa de la so-
lidificacion del material de recubrimiento fluido sobre la superficie comprende la etapa de reticulacion, especialmente
de la reticulacién térmica.

18. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque la etapa de la soli-
dificacion del material de recubrimiento fluido sobre la superficie comprende la etapa de la reaccion del material de
recubrimiento con un recubrimiento previo y/o de un recubrimiento posterior sobre la superficie (3).

19. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 18, en el que la cabeza de dosificacién presenta
al, menos una primera tobera y al menos una segunda tobera, caracterizado porque la etapa de la aplicacién de un
material de recubrimiento fluido sobre la superficie a través de la tobera (16) bajo reaccion a una sefial de control
generada por un ordenador (12) comprende la etapa de la aplicacién de un primer material de recubrimiento a tra-
vés de al menos una primera tobera y de un segundo material de recubrimiento a través de al menos una segunda
tobera.

20. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 19, en el que la etapa del movimiento de un
substrato (2) con una superficie (3) a recubrir a lo largo de esta superficie (3) con relacién a la cabeza de dosificacién
(10) y/o del movimiento de la cabeza de dosificacién (10) con relacién a una superficie (3) a recubrir de un substrato
(2) comprende la etapa del desplazamiento del substrato (2) en una primera direccién (54).

21. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 20, caracterizado porque el substrato (2) se mueve con re-
lacién a la cabeza de dosificacién (10) a lo largo de la primera direccién con una velocidad hasta 2000 metros por
minuto, con preferencia con una velocidad hasta 500 metros por minuto, de una manera preferida con una velocidad
de 150 metros por minuto o més y de una manera especialmente preferida con una velocidad de 300 metros por minuto
0 mds.

22. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 20 6 21, caracterizado porque la etapa del movimiento de un
substrato (2) con una superficie (3) a recubrir a lo largo de esta superficie (3) con relacién a la cabeza de dosificacion
(10) y/o del movimiento de la cabeza de dosificacién (10) con relacién a una superficie (3) a recubrir de un substrato
(2) comprende la etapa del movimiento de la cabeza de dosificacién a lo largo de una segunda direccién (56) que se
extiende transversalmente a la primera direccién, con preferencia esencialmente perpendicular.

23. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 22, caracterizado porque se precalienta el
material de recubrimiento fluido (22).

24. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 23, caracterizado porque el material de recubrimiento fluido
se precalienta hasta 300°C, con preferencia hasta 125°C, de una manera especialmente preferida hasta 80°C.

25. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 24, caracterizado porque el material de recu-
brimiento fluido se aplica con una viscosidad de 8 a 100 mPa.s, con preferencia de 8 a 50 mPa.s, y de una manera
especialmente preferida de 8 a 25 mPa.s.

26. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 25, caracterizado porque el material de recu-
brimiento fluido (22) presenta a temperatura ambiente una viscosidad en el intervalo de 50 mPa.s a 10 mPa.s, con
preferencia de 50 mPa.s a 1 Pa.s, de una manera especialmente preferida de 50 mPa.s a 250 mPa.s.

27. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 26, caracterizado porque el material de recubri-
miento fluido (22) se alimenta a la tobera a sobrepresion.

28. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 27, caracterizado porque el substrato a recubrir
(2) esta arrollado sobre un rollo (51) y la etapa del movimiento de un substrato (2) con una superficie a recubrir (3) a lo
largo de esta superficie (3) con relacion a la cabeza de dosificacion (10) y/o del movimiento de la cabeza de dosificacién
(10) con relacién a una superficie (3) a recubrir de un substrato (2) comprende la etapa del desenrollamiento del
substrato (2) desde el rollo (51).

29. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 28, caracterizado porque la etapa del movi-
miento de un substrato (2) con una superficie (3) a recubrir a lo largo de esta superficie (3) con relacién a la cabeza de
dosificacién (10) y/o del movimiento de la cabeza de dosificacién (10) con relacién a una superficie (3) a recubrir de
un substrato (2) comprende la etapa del arrollamiento del substrato (2) sobre un rollo (52).
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30. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 29, caracterizado por la etapa de la alineacién
del substrato (2) con relacion a la cabeza de dosificacion (10).

31. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 30, caracterizado porque la etapa de la aplicacion
de un material de recubrimiento fluido sobre la superficie (3) a través de la tobera (16) bajo reaccién a una sefial de
control generada por un ordenador (12) comprende la etapa de la aplicaciéon de material de recubrimiento sobre al
menos una zona (64), que presenta otro indice de refraccion frente a zonas (62) adyacentes.

32. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 31, caracterizado porque al menos una zona define un ele-
mento 6ptico, especialmente una guia de ondas (68).

33. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 32, caracterizado porque la etapa de la aplicacion
de un material de recubrimiento fluido sobre la superficie (3) a través de la tobera bajo reaccion a una sefial de control
generada por un ordenador (12) comprende la etapa de la reproduccién de una forma impresa (46).

34. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 33, caracterizado porque se llevan a cabo varias
veces las etapas del

- movimiento de un substrato (2) con una superficie (3) a recubrir a lo largo de esta superficie (3) con
relacion a la cabeza de dosificacion (10) y/o movimiento de la cabeza de dosificacion (10) con relacién a
una superficie (3) a recubrir de un substrato (2), y de la

- aplicacién de un material de recubrimiento fluido sobre la superficie a través de la tobera bajo reaccién a
una sefial de control generada por un ordenador (12).

35. Instalacion de impresion o de laqueado con un dispositivo (1) integrado para la aplicacién estructurada de recu-
brimientos elevados transparente, especialmente de acuerdo con un procedimiento segtin una de las reivindicaciones 1
a 35, que comprende al menos una unidad de recubrimiento (4), que comprende al menos una cabeza de dosificacién
(10), que presenta al menos una tobera (16), que puede ser controlada bajo reaccién a una sefial de control generada
por ordenador, y una instalacién (5) para el movimiento de un substrato (2) con una superficie (3) a recubrir a lo largo
de esta superficie (3) con relacidn a la cabeza de dosificacion (10) y/o para el movimiento de la cabeza de dosificacién
(10) con relacién a una superficie (3) a recubrir de un substrato (2), de manera que a través de la activacion asistida
por ordenador de al menos una tobera en combinacién con el movimiento del substrato a lo largo de la superficie con
relacion a la cabeza de dosificacion, se posibilita el recubrimiento estructurado puntual exacto de la superficie con un
recubrimiento con estructuras elevadas, asi como una instalacion para la solidificacion del material de recubrimiento
fluido sobre la superficie del substrato.

36. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con la reivindicacion 35, caracterizada porque la cabeza de
dosificacion (10) estd dispuesta de tal forma que al menos una tobera no entra en contacto con el substrato (2) a
recubrir.

37. Instalacién de impresién o laqueado de acuerdo con la reivindicacién 35 6 36, caracterizada porque la ins-
talacion (5) para el movimiento de un substrato (2) con una superficie (3) a recubrir a lo largo de esta superficie (3)
con relacién a la cabeza de dosificacién (10) y/o para el movimiento de la cabeza de dosificacién (10) con relaciéon a
una superficie (3) a recubrir de un substrato (2) comprende una instalacion de transporte (53, 55) para el transporte del
substrato (2) a lo largo de una primera direccién (54).

38. Instalacién de impresién o laqueado de acuerdo con la reivindicacién 37, caracterizada porque la unidad de
recubrimiento (4) comprende una instalacion (38, 40, 42, 44) para el movimiento de la cabeza de dosificacién (10) a
lo largo de una segunda direccion (56) esencialmente perpendicular a la primera direccién (54).

39. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 a 39, caracterizada porque
al menos una tobera (16) comprende una tobera de chorro de burbujas y/o una tobera de chorro de tinta o piezo tobera
de chorro.

40. Instalacion de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 a 38, caracterizada porque
al menos una tobera estd conectada en una vélvula (17), especialmente una piezo valvula o una véalvula controlada
electromagnéticamente o es activada a través de la valvula (17).

41. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 a 40, caracterizada porque
la instalacion para la solidificacién de la superficie recubierta del substrato comprende una instalacién de secado (6),
especialmente una instalacion de secado por infrarrojos y/o una instalacién de secado térmico.

42. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 a 41, caracterizada porque

la instalacién para la solidificacién de la superficie recubierta del substrato comprende una instalacién de endureci-
miento por UV (8).
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43. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 a 42, caracterizada por
una instalacion para la alineacion del substrato con respecto a la cabeza de dosificacion (10).

44. Instalacion de impresioén o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 a 43, caracterizada por
una instalacién (36) para la medicion de la posicién del substrato.

45. Instalacion de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 a 44, caracterizada por
una instalacién de precalentamiento para el precalentamiento del material de recubrimiento fluido.

46. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 a 45, caracterizada por al
menos una instalacién de bombeo (23) conectada delante de la tobera.

47. Instalacion de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 a 46, caracterizada porque
comprende una instalacién de inyeccién para un motor de combustién interna.

48. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 a 47, caracterizada porque
la unidad de recubrimiento (4, 200) est4 integrada en una instalacién de recubrimiento (110) con una carcasa (120)
hermética al polvo, presentando la instalacidn de recubrimiento (110) una instalacion para la limpieza de la unidad de
recubrimiento (4, 200).

49. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con la reivindicacion 48, caracterizada porque la unidad de
recubrimiento (4, 200) estd suspendida mévil y se puede mover desde una posicion de recubrimiento a una posicién
de limpieza.

50. Instalacién de impresién o laqueado de acuerdo con la reivindicacion 49, caracterizada porque la instalacion
de recubrimiento (110) estd cerrada de forma hermética al polvo durante el proceso de limpieza.

51. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 35 50, caracterizada por al
menos dos cabezas de dosificacion (250) dispuestas paralelas entre si, respectivamente, con al menos dos toberas (260)
dispuestas en serie.

52. Instalacién de impresién o laqueado de acuerdo con la reivindicacién 51, caracterizada porque al menos dos
cabezas de dosificacién (250) estdn dispuestas desplazadas a lo largo de la direccién del movimiento (310) de una
superficie (3) a recubrir.

53. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 51 6 52, caracterizada porque
al menos dos cabezas de dosificacion (250) estan dispuestas escalonadas a lo largo de la direccién del movimiento
(310) de una superficie (3) a recubrir, en la que se solapan las series de toberas (260) de las cabezas de dosificacién
(250).

54. Instalacién de impresion o laqueado de acuerdo con una de las reivindicaciones 51 a 53, caracterizada porque

el eje, a lo largo del cual estan dispuestas las toberas (260) sobre las cabezas de dosificacién (250), en la direccién del
movimiento (310) de una superficie (3) a recubrir presenta un dngulo entre 0°y 90°.
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